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Heterogeneous integration technology continues to evolve EVG talks about hybrid bonding and 
NIL trends – September 10, 2023 
 

異質整合技術不斷演進  EVG談混合鍵合、NIL趨勢 
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人工智慧（AI）帶動伺服器、高階晶片及先進封裝需求，作為次世代先進封裝技術的3D晶片也成為潛力之

星，混合鍵合（hybrid bonding）技術扮演關鍵角色，晶圓代工三大龍頭台積電、三星電子（Samsung 

Electronics）、英特爾（Intel）也都看好其未來... 

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=1&id=0000673522_PY76YWBM1CZPRE3NFO
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